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(単位：億円）

前期比 '08/4/3 公表値比

増減率 公表値 売上比 増減率

 売　上　高 7,081 6,926 － 2.2% 6,880 ＋ 0.7%

 営業利益 220 3.1% 198 2.9% － 10.0% 185 2.7% ＋ 7.0%

 経常利益 246 3.5% 131 1.9% － 46.7% 120 1.7% ＋ 9.2%

 当期純利益 49 0.7% 44 0.6% － 10.2% 30 0.4% ＋ 46.7%

 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ 57 － 38 － － 33.3% － － －

 期中平均 円/USD 117.02 114.28 114.28

 為替ﾚｰﾄ 円/EUR 150.09 161.53 161.53

※ﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ＝営業活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ － 投資活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ

売上比

20072006

実績 売上比 実績

■■ 業績サマリー業績サマリー

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況
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音響製品 電子部品 物流・その他

418
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454
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■■ 売上高 / 営業利益 推移

営業利益

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況

(単位 : 億円)
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3,914
(57%)

2,475
（36%)

536
(7%)

6,926

物流事業、他

音響製品事業

電子部品事業

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況

■■ 事業別売上高の内訳

(単位 : 億円)
売上高 3,914億円（前期比 1.3%減）
営業利益 63億円（同 20.0%増）

売上高 2,475億円（前期比 5.3%減）
営業利益 70億円（同 30.6%減）

売上高 536億円（前期比 6.5%増）
営業利益 64億円（同 0.5%増）
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■■ 連結売上高の増減連結売上高の増減

前期比 △154億円

◇為替の影響 ＋43億円

・EUR高円安 ＋84億円

・USD安円高 △45億円

◇為替影響除く △198億円

・電子部品の減少 △ 68億円

・音響製品の減少 △163億円

・物流・その他の増加 ＋ 33億円

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況

※公表値はセグメント間消去調整後で表示
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■■ 連結営業利益の増減連結営業利益の増減
前期比 △22億円

◇為替の影響 ＋17億円

・EUR高円安 ＋ 26億円

・USD安円高 △ 8億円

◇為替影響除く △39億円

・電子部品事業における増

＋ 5億円

・音響製品事業における減

（主に売上の減などによる）

△41億円

（注）内訳は連結消去前で表示

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況
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■■ 連結経常利益、連結当期純利益の増減連結経常利益、連結当期純利益の増減

(経常利益) 前期比 △115億円

・営業利益の減少 △ 22億円

・為替差損 △ 78億円

・経常利益の減少 △115億円

・特別利益の増加 ＋262億円

・特別損失の増加 △172億円

(固定資産減損損失の増加 △174億円)

・その他 ＋ 20億円

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況
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(当期純利益) 前期比 △ 5億円

経常利益

当期純利益
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■■ 連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー
◇営業ＣＦ増減 ＋ 41億円

・売上債権の減少 ＋211億円

・減損損失 ＋174億円

・たな卸資産の減少 △ 72億円

・特許権、ノウハウ譲渡益 △270億円

◇投資ＣＦ増減 ＋280億円

・特許権、ノウハウ譲渡益 ＋270億円

◇財務ＣＦ増減 △242億円

・短期借入金の返済 △230億円

・長期借入の減少 △206億円

・長期借入金の返済減 ＋ 65億円

・その他 ＋129億円

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況
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■■ 連結たな卸資産の増減連結たな卸資産の増減

前期比 △48億円

◇電子部品 △46億円

◇音響製品 △ 3億円

※たな卸資産回転率 07/3 08/3

◇電子部品 7.9  → 8.8

◇音響製品 9.2 → 8.8

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況
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■■ 連結の設備投資及び減価償却費の増減連結の設備投資及び減価償却費の増減

前期比 △20億円

◇電子部品 △ 32億円

◇音響製品 ＋ 10億円

◇物流その他 △57億円

前期比 △15億円

◇電子部品 △28億円

◇音響製品 ＋13億円

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況

（注）連結消去 [△57] [△1]
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■■ 連結有利子負債残高の増減連結有利子負債残高の増減

前期比 △323億円

◇電子部品 △217億円

◇物流事業・他 △ 22億円

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況

（注）連結消去 [△15]                [△99]
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■■ 連結研究開発費の増減連結研究開発費の増減

前期比 △38億円

◇電子部品 △30億円

◇音響製品 △ 8億円

2008年3月期 実績報告 連結業績の状況
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前期比 △40億円

主な増減の要因

(億円)
・コンポーネント事業

携帯用スイッチ、コネクタや車

載用センサの増加等 ＋72億円
・車載電装事業

インパネ・ドアモジュールの
増加等 ＋119億円

・情報通信事業
車載用BluetoothTMモジュール
の増加等 ＋ 18億円

・ペリフェラル事業
ゲーム用コントローラモジュー

ルの増加等 ＋139億円
・磁気デバイス事業

HDD用ヘッドの減少等
△400億円

■■ 売売上高上高の増減の増減

1,965 2,066 2,047 1,944

109.24

119.33

118.67115.38

4,031 3,991

20020088年年33月期月期 実績報告実績報告 電子部品セグメントの状況電子部品セグメントの状況

（注）セグメント間売上高消去前で表示
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(億円)
対売上高率

1.6％
1.3％

63

前期比 ＋11億円

主な増減の要因

◇為替の影響 ＋6億円

・EUR高円安 ＋11億円

・USD安円高 △ 6億円

◇為替影響除く ＋5億円

・HDD用ヘッドなどの減損等による

償却費負担の減 ＋28億円

・HDD用ヘッドの設備売却に伴う

一時費用の増等 △23億円

52

■■ 営業利益営業利益のの増減増減

20020088年年33月期月期 実績報告実績報告 電子部品セグメントの状況電子部品セグメントの状況
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< 連結ベース >

・ 売上高 対USD 1.9億円/月

・ 営業利益 対USD 0.4億円/月

< 電子部品事業 >

・ 売上高 対USD 1.2億円/月

・ 営業利益 対USD 0.3億円/月

（ 注 ）2008年3月期 実績をもとに算出。

売上高・営業利益への１円当り影響額

■■ （ご参考）為替変動の影響（ご参考）為替変動の影響
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2009年3月期の見通し

【2008年 5月 8日現在】■■ 連結連結業績の業績の状況状況

・設備投資 ： 450億円 （’08/3期比 ＋19億円）

・研究開発費： 470億円 (’08/3期比 ＋24億円)

(単位：億円）

2008

前期比 内

増減率 ２Q 売上比

 売　上　高 6,926 7,000 ＋ 1.1% 3,300

 営業利益 198 2.9% 210 3.0% ＋ 5.7% 70 2.1%

 経常利益 131 1.9% 210 3.0% ＋ 60.0% 70 2.1%

 当期純利益 44 0.6% 70 1.0% ＋ 58.4% 30 0.9%

 期中平均 円/USD 114.28 105.00 105.00

 為替ﾚｰﾄ 円/EUR 161.53 160.00 160.00

売上比

2007

実績 売上比 公表値
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● 売上高 3,900億円 ※

● 営業利益(率)     90億円（2.3％）

■■ 電子部品セグメントの状況電子部品セグメントの状況

・設備投資 ： 300億円 （’08/3期比 ＋37億円）

・研究開発費： 170億円 (’08/3期比 ＋20億円)

≪前提となる予想為替レート≫ 105円/USD、160円/EUR

【2008年 5月 8日現在】

2009年3月期の見通し

※セグメント間売上（８０億円）を含む

22

2009年3月期の見通し

１．売上拡大に向けた
新市場開拓／新製品開発の加速化

２．事業構造改革の推進

重 点 施 策
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CATV Converter 1972

Micro Printer 1977

Floppy Disk Drive 1980

Tact Switch 1981～

Thermal Printer 1984

Glide Point 1994

Remote Keyless Entry 1988

Clock Spring 1989

新市場開拓／新製品開発の加速化

Photo Printer 2001

MR Head 1995

LCD 1979

Sensor

Car Electronics Mkt

***** Mkt

Ｐｏｓｔ ＭＲ Ｈｅａｄ

TV Tuner 1954～

Switch 1948～

Potentiometer 1958～

Keyboard 1966

売上(億円)
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重 点 施 策

2009年3月期の見通し

２．事業構造改革の推進

１．伸ばす製品、伸びる市場への積極投資
ex.）センサ事業、車載電装市場

２．強い基幹製品の徹底拡販と
製品構造変化の加速
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前期比 △91億円

(億円)

・コンポーネント事業

スイッチ、センサの増等

（磁気デバイス事業対応分を含む）

＋ 76億円
（磁気デバイス事業）

HDD用ヘッド事業の終息
△ 126億円

・車載電装事業
ステアリングモジュールの増等

＋ 50億円
・情報通信事業

車載用BluetoothTMの増等
＋ 54億円

・ペリフェラル事業
入力用デバイスモジュールの
減等 △ 146億円

■■ ((電子部品セグメント電子部品セグメント)) 売売上高の上高の内訳内訳

2,047 1,944
1,800

2,100

105.00105.00

109.24

119.33

3,991 3,900

2009年3月期の見通し

07 実績 08 予想 （注）セグメント間売上高消去前で表示
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(億円)

対売上高率

1.6％

2.3％

（注）連結消去前で表示

90 ・USD安円高による減（@114→@105）

△46億円

・主にＨＤＤ用ヘッド終息などによる

償却費負担の減 ＋54億円

・原価低減推進による合理化など

＋19億円

63

■■ ((電子部品セグメント電子部品セグメント)) 営業利益営業利益のの見通し見通し

2009年3月期の見通し

前期比 ＋27億円

主な増減の要因
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■■ コンポ－ネント事業コンポ－ネント事業

売上高（計画） １,０７５億円（前期比 １０８％）

携帯電話用
ライトガイド付コンタクトシーﾄ

TM

2009年3月期の見通し

<重点戦略>
高シェア維持・獲得に向け、新商品の仕込み徹底による
増収を継続

[開発戦略]  ＤＭの充実と要素技術の深耕で、新製品立上げ並びに新規
事業化のスピ－ドアップ

[生産戦略]  不良を出さない桁違い品質の維持・継続

車載用
防水タイプ検出スイッチ

携帯機器用
Micro-SD

TM
用コネクタ
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HDD用ヘッドの終息に伴い、新たな柱としてセンサの立上げに注力していますが、当センサ
は内部向け売上高が主体となるため、今後は関連性の高いコンポーネント事業と合わせて

セグメント情報を捉えていきます。
<重点戦略>

事業構造改革の加速
１．HDD用（ＭＲ）ヘッドで培った技術力をベースにプロセス技術を深耕

次期デバイスを創出する、開発・生産拠点の確立を目指す
２．市場創出と拡販の推進
３．材料応用製品の事業化推進

リカロイ
TM

ｼｰﾄの拡販、圧電応用品（ﾎﾟﾝﾌﾟ）の立上げ

■■ 磁気デバイス事業対応分について磁気デバイス事業対応分について

2009年3月期の見通し

高精度磁気センサ
アナログ出力タイプ

地磁気センサ

圧力センサ
絶対圧検知用

圧力センサ
絶対圧・ゲージ圧タイプ

高精度磁気センサ
スイッチング出力タイプ

今期関連売上高（内数） １６０億円
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■■ 車載電装車載電装事業事業

売上高（計画） １,１４０億円（前期比 １０４％）

ﾊﾌﾟﾃｨｯｸｺﾏﾝﾀﾞ R

ｴｱｺﾝ操作ﾕﾆｯﾄ

操作ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ

2009年3月期の見通し

<重点戦略>
１．更なる増収へ向けた、新製品・新技術の継続創出
２．開発効率アップによる、更なる部品・製品完成度の向上
３．Global経営効率の向上 (拠点の拡充と適地生産の強化）

ﾄﾞｱ・ｼｰﾄ用操作ﾓｼﾞｭｰﾙ

ﾊﾟﾜｰﾐﾗｰｽｲｯﾁ

ﾊﾟｯｼﾌﾞｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰｼｽﾃﾑ

ｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰｼｽﾃﾑ
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■■ 情報通信情報通信事業事業
売上高（計画） ６１５億円（前期比 １１０％）

地上デジタル放送用

TVチューナ

<重点戦略>
■ チューナ事業の復活へ向けた仕込みの徹底

→ 顧客の使い勝手を重視したオリジナル製品の開発
・ソフトウェア技術力を活かし、セットとの繋ぎを容易に
・高密度実装技術力を活かし、更なる小型化へ

■ 車載用ＢｌｕｅｔｏｏｔｈTMでグローバルＮｏ.１サプライヤーへ

車載用
BluetoothTMモジュール

2009年3月期の見通し

車載用フルセグチューナ

モジュール
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■■ ペリフェラル事業ペリフェラル事業

売上高（計画） ９９０億円（前期比 ８６％）

<重点戦略>
■コア技術の深耕によるペリフェラル製品の創出を推進
■タッチパネル，入力デバイス，プリンタ・メカニズムなど

新製品立上げの徹底

2009年3月期の見通し

携帯機器用

タッチパネル

ＰＣ・携帯機器用

入力デバイス

小形プリンタ

メカニズム
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売上高・営業利益の見通し（電子部品セグメント）

(単位 : 億円) ROE 

≪予想為替レート≫ 105円/USD、160円/EUR

営業利益率

注）ROE は、電子部品セグメントにおける試算数値
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■■ 20092009年年33月期の株主月期の株主利益配分について利益配分について

中間配当金 1株につき10円を予定

（ご参考：前期中間配当金 10円）

年間配当金 1株につき20円を予定
（ご参考：前期年間配当金 20円）

配当政策配当政策 ((電子部品電子部品セグメントセグメント))



当スライドの予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。よって、

見通し・予想を算定するため過去に認識された事実以外に、見通し・予想を行うための仮定等を使用し

ています。これらの記述については、将来その通りに実現するという保証はありません。また、本資料

は会計士監査対象外となっています。

なお、当社のハプティック関連デバイスは、Immersion CorporationのTouchSenseTMTechnologyを

使用しており、TouchSenseTM はImmersion Corporationの登録商標です。

また、本資料中に表記している 「BluetoothTM」 は、米国Bluetooth SIG, Inc.の、「micro-SDTM」は、

「SDアソシエーション」の登録商標です。

当スライドの予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。よって、

見通し・予想を算定するため過去に認識された事実以外に、見通し・予想を行うための仮定等を使用し

ています。これらの記述については、将来その通りに実現するという保証はありません。また、本資料

は会計士監査対象外となっています。

なお、当社のハプティック関連デバイスは、Immersion CorporationのTouchSenseTMTechnologyを

使用しており、TouchSenseTM はImmersion Corporationの登録商標です。

また、本資料中に表記している 「BluetoothTM」 は、米国Bluetooth SIG, Inc.の、「micro-SDTM」は、

「SDアソシエーション」の登録商標です。


